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Obecne zasady pro opravy osazenych DPS

Védét o jaké pajeni se jedna - olovnaté, nebo bezolovnaté (LF). Pokud nevime pouzivame
teploty jako s bezolovnatou pajkou. (bézna clektronika cca 300 az 320° C teplota hrotu).
Pokud néas nezajima dlouhodobé spolehlivost a RoHs miizeme pouzivat olovnatou pajku.

Pouzivat pastovita tavidla, nikoliv tuhou kalafunu - Spatné se odstranuje

Opravovane misto omyt IPA (Izopropylalkoholem), mastnota zhorSuje smaceni a pii
vysoke teploté se vytvari hlife odstranitelné zbytky.

Ptfed opravou horkym vzduchem si nezapomenout prohlédnout spodni stranu desky, co na
ni je. Zjistit zda konektory v okoli vydrzi vyssi teplotu.

Ptipravit si misto, kam polozime soucastku.
Misto dokonale prohtat pfi dostatku tavidla, pajka se roztéka.
Pti problémech s prohiatim mista celou desku né¢im ,,predehiat™ (staci cca 60° C).

Pti odstranéni 10, a hlavné pi1 montazi pokud je to moZné méfit teplotu DPS (co nejbliZze
10) nalepenym, nebo ,,napruzenym* termoclankem. Pouzivat co nejjemn¢jsi termoclanky
(typ K) , nebo termoclanky v kovovém obalu.

Zdroj: Vlastni zkusenosti Www_SI\/ITplus.CZ 3



Spravna technologie pajeni-obecné

- HROT PAJEDLA
TRUBICKOVA PAJKA

HREOT PaACEDL &

TRUSICKOWVA PAIKA

PRIPOJOVANY VODIC X 7 FRIBOJOVANY VODIC O

a) spraviny zptisob pajeni b) nespravay zpusob pajeni
Spravny a nespravny zpusob pajeni

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP),
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGI{ VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20

Nedoporucuje se pretavovat nanesenou pajeci pastu hrotem pajky - nejsou
dodrzeny definované podminky.
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Spravna technologie oprav - odsavani vyvodi

Obr. 3-58 Odpajeni vyvodové soucastky

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP),
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGI{ VYSOKE UCEN{ TECHNICKE V BRNE , Brno 20

www.SMTplus.cz 5



Provedeni pajedel a hrotu

Pro pajeni SMD pouzivat pajedla vyhradné s nastavitelnou teplotou
hrotu.

Teplota hrott podle provedeni by se méla nastavit o 50 az 100 °C
vySSi nez je teplota tani pajky.

Pajedla s vyménnymi hroty - vymeénuje se pouze hrot, nebo cely
systém s topenim, vyhody nevyhody.

Dulezite je snimani teploty.

Hroty cistit na vlhké Spongii (pouzit destilovanou vodu), nebo
doporucené mechanicky (mosazné Spony). Kvuli ochrannym
vrstvam nebrousit.

Vyrobci pajecich stanic: PACE, JBC, HAKKO, SOLOMON a dalsi.
Kvalita vétSinou neni v konfortu, ale jak dlouho zarizeni vydrzi, v
sortimentu prisluSenstvi.

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikurM(MQ@P§|\/|Tp|US-CZ 6
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGI{ VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20



Provedeni termoklesti

Termokle$te¢ umoznuji uchopit souc¢astku pomoci dvou vyhiivanych
vyménnych nastavci. Nastavce maji rizné tvary a velikosti podle
ucelu pouziti. Na obrazku jsou zobrazeny termoklesté s nastavci
pro Cipové soucastky firmy PACE.

Piehled hrotu

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikurN\(MMTplus-cz
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGII VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20



Provedeni miniviny

Minivina je specialni hrot s putlkulatym otvorem. De¢laji se rdzné
velikosti. Pomoci miniviny mizeme:

a) Zaplnit ji pajkou, potom ji je mozno pouzit jako zasobnik pajky pri
pajeni (tfeba pocinovani lanek).

b) Zbavit pajky - potom je mozno pouzit pro odsavani pajky pomoci
povrchoveho napéti.

¢) Pajeni vyvoda ,,L“ a ,,J* pficnym pohybem.




Dostupné pajeci stanice a jejich kvalita

1) JBC
2) Pace

1) Hakko

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP), 9
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGI{ VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20



Montaz a demontaz pomoci termoklesti
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Postup pii montazi

a) Ocistéte pajeci plosky (vhodné velikosti !) od pajky i1 zbytku tavidla. Na
odsati pajky pouzijte odsavacku, nebo odsavaci knot. Zbytky tavidla odstrante
pomoci bezvlakné utérky a izopropylalkoholu.

b) Ptilozte trubiCkovou pajku praméru 0,5 mm s tavidlem na pajeci plosku na
DPS. (pocinovat plosky)

c) Soucastku uchopime do termoklesti a polozime na ptipravené pajeci plosky
na DPS. Je tfeba mit dostatek tavidla

d) Pripadn¢ poopravte hrotem.

e) Pripadné zbytky tavidla ocistéte pomoci bezvldkné utérky a
izopropylalkoholu

Postup pri demontazi
a) Termoklesté prilozte na ploSky a po roztaveni pajky sejméte.

b) Potom je tieba plosky ocistit (odsat pajku odsavackou, nebo ,.licnou®).

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Sta i 0§M1rﬂw§r%kum (BMEP) 10

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGI{ VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20



Montaz a demontaz 10 pomoci miniviny

1) Soucastku poloZzime vakuovou pinzetou na ocisténé pajeci

@imisTETE SoUsASTRL plosky.
| u \ 2) Pouzdro fixujeme pajkou ve dvou bodech (protilehlé strany).
Mﬂ; 3) Na vyvody naneseme tavidlo (nejlépe pastovité).

— 4) Otvor ,,miniviny* vyplnime pajkou.

EIXLUTE DVA WY JDD'I'
PROTILEH

5) Pomalym pohybem miniviny napii¢ vyvody zapajime.
Pohyb musi byt dostateCné pomaly aby se vyvody prohtaly a
,,odebraly* z naplnéné miniviny pozadované mnozstvi pajky.

©) spumuTE AV | 6) Kontrolujte kvalitu zapajeni a porovnejte s pozadavky normy.

R 7) Ptipadné zbytky tavidla ocistéte pomoci bezvlakné utérky a
N izopropylalkoholu.

VYPLITE HROT
PAKOL

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP),
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMLwnw@@MTplusmpGﬁ VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20 11
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Montaz Cipovych soucastek

1) Ocistime pajeci plosky od pajky 1 zbytku tavidla. Zbytky tavidla odstranime pomoci
bezvlakné utérky a izopropylalkoholu.

2) Na ocisténé pajeci plochy naneseme davkovacem pastovité tavidlo (obr.a).

3) Pinzetou polozime soucastku na pajeci plochy. Souc¢astka vlivem viskozity tavidla drzi na

desce (obr.b).
4) Otvor ,,miniviny* vyplnime pajkou.

5) Postupné minivinou zapajime oba vyvody soucastky. Pfi pajeni je tfeba pinzetou
soucastku podrzet (obr.c). Pajky musi byt tolik, aby navzlinala na vyvod souc¢astky do
vySky min. 25 % vysky vyvodu a aby byl vidét obrys horni hrany.

7) Piipadné zbytky tavidla oCistéte pomoci bezvlakné utérky a izopropylalkoholu.

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikurV(EMESMTplus.cz 13
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGIf VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20



Rucni pajeni - nedostatek tavidla

Obr. 1 a) spravné mnoZzstvi pajky (1206),
b) velké mnoZzstvi pajky (0805),
c) SpiCky na pajce zpusobené nedostatkem tavidla (1206),
d) Spi€ky na pajce a zkraty zpusobené nedostatkem tavidla (SOS8)

Zdroj:

www.SMTplus.cz 14



Ruclni pajeni - specialni pripravek

Obr. 2 Pripravek
pro odpajeni a pfipajeni Cipovych soucastek

Zdroj:

www.SMTplus.cz 15
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Tréning pajeni - 10 SOXX, SOJXX, PLCC, pouziti miniviny
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Spravné tvary pajeneho spoje
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Zdroj: IEC 61191-2 Ed.3
www.SMTplus.cz
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Prace s odsavackou.

Rizné priméry hrotd - odsata pajka se zachycuje do papirové,
nebo sklenéné trubicky, je tteba pravidelné Cistit 1 otvor (dratky),
oxidy se daji obtizn€ odstranit.

Pi1 odsavani musi byt na spoji dostatek pajky (proc), sklon hrotu
tak, aby se nesal falesny vzduch (nakolmo).

K pruméru vodice zvolit spravny hrot

Na hrot odsavacCky je mozno nasadit silikonovou buzirku

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP),
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHWI’SM%%&@%II’ TECHNICKE V BRNE , Brno 20 19



Demontaz vyvodovych (THT) soucastek

Pf1 vyjimani soucastek na
,,rozlité¢ meédi* je tieba
desku predehrat.

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP),
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHWI’SM%%C‘@%H’ TECHNICKE V BRNE , Brno 20 20



Spravné tvary pajeneho spoje
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Zdroj: IEC 61191-2 Ed.3
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Pistolova pajka - pouziti

e ==l
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Pistolova pajka vhodna pro hrubsi pajeni, drat se prepaluje, jak se
méni jeho priumeér, meéni se vyrazné teplota, lepsi manipulace pro
opravy zafizeni, drat vytvari magnetické pole - neni vhodna pro
SMT soucastky. Pouzivat kusovou kalafunu. VétSinou vEtsi
prikon.

Pokud date dlouhou smycCku je mozno vytezavat otvory do
penového polystyrénu - obaly.

23



Prace s odsavackou.

e Riizné prumeéry hroti - odsata pajka se zachycuje do papirové,
nebo sklenéné trubicky, je tteba pravidelné Cistit 1 otvor (dratky),
oxidy se daji obtizn€ odstranit.

e Pii1 odsavani musi byt na spoji dostatek pajky (proc), sklon hrotu
tak, aby se nesal falesny vzduch (nakolmo).

e K pruméru vodiCe zvolit spravny hrot

Zdroj: Elektronické skriptum, Sandera, Stary, Mikroelektronické praktikum (BMEP),
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGI{ VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE , Brno 20 24



a)

Klasicka odsavacka, odsavani usty

Pruzinova s pistem - pro uc¢innéjsi odsavani je dobré
nasadit na teflonovy hrot
silikonovou buzirku.

Systém ,,Saj a trhej“. Jedna se o silikonovou buzirku
pramér 3 az Smm, délky aspori 30mm. Usty
odsajeme buzirkou pajku, konec hadicky s pajkou
odtrhneme. Prace na vlastni nebezpeci. Pro LF pajky.

25
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Princip ,,Daisy Chain“

b) Ohmicke propojeni na DPS a pouzdru c) Osazené pouzdro

Obr. 4. Provedeni testovaciho pouzdra a jeho osazeni na testovaci motiv DPS

Postup pfi osazeni: 1) Nalepit zespodu kaptonovou pasku,
2) nanést piebytek pastovitého tavidla,
3) umistit termoclanek do otvoru a perfektné osadit testovaci pouzdro na motiv DPS,

4) ptedehtat na teplotu pfedehievu (ustalena teplota) a ohfivat horkym vzduchem na
220°C (SAC 305), doba 5 sec,

5) doopravit ptipajeni vyvodi (plochy hrot 300°C),
6) po zchladnuti onmmetrem kontrolovat seriové propojeni.
Podminky pajeni : Teplota ptedehievu ................ Nastavena: Na desce:
Teplota horniho pfedehievu ...... teplota/foukani ..... 200°C/ 15% (JBC)
26



9)
h)

J)

Trening pajeni - pouzdra QFN 16

Pro tréning pouzijeme testovaci desku a testovaci pouzdro

Zakryt otvor pro termoc¢lanek na testovaci desce kaptonovou paskou

Nanést pastovité tavidlo a malou minivinou ,,pocinovat* vyvody (pfi¢ny pohyb)

Nanést pajku na stiedni délenou plochu malou minivinou - mnozstvi pajky takove aby se na
malé miniving vytvoril maly kulovy meniskus.

Umyt pastovité tavidlo a nanést nové tavidlo v piebytku.

Umistit termo¢lanek do otvoru podle prilohy ¢.1 a perfektné osadit testovaci pouzdro na motiv
DPS. Desku polozit doprostted predehievu.

Pfedehtat na ustalenou teplotu .... 75 °C méfenou na termoclanku. Béhem piedchozi
manipulace a predehfevu se testovaci pouzdro nesmi pohnout. Je tieba to zkontrolovat.
Ohftivat horkym vzduchem (nastavené parametry na JBC stanici ..... 320 °C, vzduch ...15%,
vzdalenost hlavice cca .... 30mm) tak, aby na termo¢lanku bylo .... 220 °C po dobu ... 5 sec.
Doopravit piipajeni vyvodu (plochy hrot s teplotou ..... 300 °C)

Po zchladnuti systému ohmmetrem kontrolovat sériovée propojeni podle nasledujiciho obrazku

27
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SAC305 handle

2019.06.11 1780

SAC305 solder paste

B0 KV 8O yA 20

FAILS
older paste II

9.06.11 17:31
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Rebaling (prekuliCkovani)

e Technologicka operace, pti1 které se na pouzdrech, které maji
vyvody ve tvaru kulickovych vyvodi (BGA) obnovi vyvody.
Tato operace je nezbytn€ nutna, pokud chceme znovu piipajet
Jiz pouzité pouzdro BGA.

o Princip prekulickovani: Plosky na pouzdie zbavime zbytkl
vyvodu. Pomoci Sablony zhotovené z kovového nepajitelného
materialu (hlinik, nerez), umistime nove kulickoveé vyvody
V rastru vyvodu na pouzdro a vyvody pretavime.

Pozn: Neni mozno pouzit pajeci pastu nanesenou Sablonovym tiskem je ji malo.

e Pied prekulickovanim je tfeba vSechna plastova pouzdra
zbavit vlhkosti ohfevem v peci pi1 zvysSené teploté. Teploty a
doby ohievu jsou uvedeny v normé

www.SMTplus.cz 30
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Reballing (prekulickov
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Sesouhlaseni pouzdra BGA (LGA)

Automaty — osazeni optickym navadénim — metoda jednoducha a spolehliva

V piipad¢ kusové vyroby, nebo pii opravach je pouzdra je mozno osazovat opticky pomoci
rohovych znacek, umisténych v rozich motivu na ploSném spoji.
DokonalejSim zptisobem je sesouhlaseni motivii pomoci optického hranolu. Tato metoda

vzhledem ke své vétsi piesnosti je vhodna pro osazovani malych pouzder (jednotky mm),
nebo pti montazi FLIP-CHIP.

Pouzdro H

[N S R S S RS S S ]

&

Piesny
Kamera pOSUV
A dra
Opficky pouz
] :-":' ...... hranol
Poszuv
stollu

o Pouzdro

Pouzivaji se i jiné metody ne na optickem principu

www.SMTplus.cz



Systém pro presné osazovani (opticky splitter)

Zdroj: M. Abel, Mikromontaz s presnosti 0,5mm, DPS Elektronika od A do Z 1/2015

Mikroelektronické praktikum BMP2 33



Osazeni pouzdra BGA (LGA)

Osazeni do tavidla - tato metoda se pouziva vétsinou pii opravach. Pouzivaji
se pastovita tavidla, ktera se nanasi na desku plosného spoje. Minimalizuje se
moznost vzniku zkratu v disledku rozmazani pasty. Pokud nejsou vSechny
vyvody Vv roviné (koplanarni), miaze se stat, ze se néktery privod nezapaji.

Osazeni do pajeci pasty (pro opravy se pouziva malo) - v tomto piipadé je
ticba na ploSky nanest pajeci pastu, coz se déje vétSinou Sablonovym tiskem
pomoci specialnich Sablon. Problém u oprav - neni dostatek mista pro tisk. U
valeckovych vyvodua, ktere se nékdy pouzivaji pro keramicka BGA pouzdra se
valeCky nepretavi, potom je poticba pouzit pajeci pastu s mensi teplotou
pajeni, pro kulickové vyvody, kdy se vyvody pretavi Se pouziva pajeci pasta
se stejnou teplotou taveni. Pajeci pasta zajisti kvalitni zapajeni i v pripad¢
Spatné koplanarity. Snadno vSak mohou vzniknout zkraty.

www.SMTplus.cz 34



Sablony pro nanaseni pasty

l@ﬁ/

www.SMTplus.cz 35



Pretaveni vyvodu u pouzdra BGA

1. pokles
2. pokles

Grafické znazornéni dvojiho poklesu

max. 50 %

Grafické znazorneni samovystiedovaci schopnosti

Zdroj: Martin Adamek, Michal Nicék, Petr Schnederle, Moderni technologie elektronickych obvodii
a systémii —, laboratorni cviceni ¢.2, Pdjeni strojni, rucni, pouzdra BGA, opticka kontrola,

testy pevnosti pajeného spoje, ucebni text pro vyuku pfedmétu MMTE, VUT FEKT, UMEL,
Brno, 20.2.2012

Mikroelektronické praktikum BMP2 36



Diagnostika zapajeni vyvodu pouzdra BGA
Optické metody

Zdroj: Martin Adamek, Michal Nicak, Petr Schnederle, Moderni technologie
elektronickych obvodii a systémii —, laboratorni cviceni ¢.2, Pajent strojni,
rucni, pouzdra BGA, opticka kontrola, testy pevnosti pajeného spoje,

ucebni text pro vyuku pfedmétu MMTE, VUT FEKT, UMEL, Brno,
20.2.2012

Rentgenovo zatreni — prosvétlovant,
nebo 3D

Zdroj: www.focalspot.com




Oprava kresby pajeneho spoje

Daji se opravovat vrstvy, které jsou vidéet (strana spoju, strana
soucastek)

Existuje profesionalni souprava na opravu: vyrabi se kovové

motivy s lepivou vrstvou, nékdy na povrchu EPOXY, které se

vytvrdi kontaktnim pfilozenim nastroje, prokovené otvory se
nahrazuji nytky.

Amatérska oprava:
* Pripajet tenky dratek (,,licnu®), dratek protahnout otvorem.

* Pouzit samolepivou Cu folii, je tieba jeji kraje propajet -
nakreslit. Folii dodava napt. ELCHEMKO.

o Opravené misto zafixovat EPOXIDEM.

38



Oprava kresby pajeneho spoje

Daji se opravovat vrstvy, které jsou videt (strana spoju, strana
soucastek)

Existuje profesionalni souprava na opravu: vyrabi se kovové

motivy s lepivou vrstvou, nékdy na povrchu EPOXY, které se

vytvrdi kontaktnim pfilozenim nastroje, prokoveneé otvory
nytky.

Amatérska oprava:

* Pripajet tenky dratek (,,licnu®), dratek protahnout otvorem.
* Pouzit samolepivou Cu folii, je tieba jeji kraje propajet -
nakreslit. Folii dodava napt. ELCHEMKO.

o Opravené misto zafixovat EPOXIDEM.
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